
株式会社 Preferred Networks

Memory bandwidth is All you need.
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Q.なぜ推論特化チップを？

MN-Core L1000
3D積層DRAM採用による

高メモリバンド幅
(> 10x inference performance)

MN-Core (第三世代)
高度な電力制御による
ピーク性能の改善

(> 10x peak performance)
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● 計算資源そのものが競争力の源

泉となりつつある

● AI開発を効率化するAI半導体の

市場規模は2027年までに現在

の2倍以上の1,194億ドル

（1.7兆円）に達すると予想されて

いる

A.ビジネスチャンスがありそうだったから
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Transformerアーキテクチャの持続性は高い

● 歴史的観点 : 2018年に開発されて以降、様々な研究者が改良に取り組んでいるが、根本的なブレ

イクスルーはなかなか起きていない

● ビジネス的観点  : 大規模生成モデルは一つのモデルを作るのに多大なコストが必要なため、挑戦

的なニューラルネットアーキテクチャを採用しづらい

● 技術的観点 : Transformerアーキテクチャに関する研究が世界各国で進んでいるため、異なるアー

キテクチャを採用すると、総合的な研究力で遅れる事となる

Transformerアーキテクチャの推論は高いバンド幅を要求

● 1トークン毎に出力する構造が維持される限り、高いバンド幅が必要

○ Mamba等のState Space Modelであってもこの傾向は変化せず

Transformerの寿命は？
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ユーザからは隠された、自身のみが見える「隠れトークン」を生成

人間がメモを取りながら考えるように、内部での思考、振り返りを行う

=> 性能が向上した一方推論コストも大幅に上昇

最近のLLM: 推論時スケーリング則：長く、深く考える
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Memory Bandwidth is All You Need.

推論時スケーリングにより 高度な推論に必要とされる Token数は増加

メモリ帯域幅が推論処理の社会実装において重要

必要となるKV Cacheの
サイズが増大
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3次元積層DRAM

DRAM DieとLogic Dieを垂直に積層

圧倒的に高いメモリバンド幅と大容量を同時に実現
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● DRAMとの接続方法の違いと表現することが可能

○ DIMM

■ CPU Package外にDRAM IFがある

■ 非常に遠い配線を引き回してパッケージに入れている

○ HBM

■ CPUパッケージ内にDRAM IFがある

■ Logic dieの下にSiPを使用して、

至近距離での接続

● 線でIFを生やすことが可能

○ 3D-Stacked DRAM

■ CPUパッケージ内にDRAM IFがある

■ Logic dieの上にDRAM dieがある

● 面でIFを生やすことが可能

既存技術との違い
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● 3次元積層DRAMの利点を最大限活用するためには？

○ 共有メモリを採用したアーキテクチャでは最大限の活用が難しい

3次元積層DRAMをMN-Coreが採用する理由
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HBMとキャッシュを採用したアーキテクチャで 3D-Stacked DRAMを採用
しても、”物理的なデータの移動距離 ” は大きく変わらない
つまり、3D-Stacked DRAMの利点を活かすアーキテクチャではない

新しい
アーキテクチャが必要



3次元積層DRAMをMN-Coreが採用する理由
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● 3D-Stacked DRAMを最大限活かすためには、従来型のShared Memory アーキテクチャから、 

Distributed-memory アーキテクチャへと転換する必要がある

○ メモリ空間が明示的に独立しているMN-Coreアーキテクチャと非常に親和性がある
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● MN-Core アーキテクチャで3D-Stacked DRAMを採用するとどんなふうになるか

MN-Core L1000と 3D-Stacked DRAMの親和性
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● LLM推論向けプロセッサ MN-Core L1000について解説しました。

● 3D-Stacked DRAMの技術的概要と、既存技術との違いについて解説しました。

● MN-Core シリーズと3D-Stacked DRAMの親和性について解説しました。

● Memory bandwidth is all you need!

● ご期待ください！

まとめ
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